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a serveril. Vyvojari vSak jiZ pracuji na DDR3, FB DIMM a XDR
DRAM. V ramci dnesnich poéitac¢ovych systémii patii DDR
SDRAM stale jesté ke standardnim operacnim pamétem.

V yvoj této nové pameétové technologie se

vSak dal velmi prudce do pohybu. V polo-
ving roku 2000 se objevily prvni €ipové sady
podporujici DDR200/266 SDRAM. Dnes vyrob-
ci paméti jiz dodavaji moduly DDR400 a tako-
vé, které tuto specifikaci pfekondvaji.

Konec této technologie je moZné zahlédnout
jiz dnes, nebot od Cervna roku 2004 se diky pa-
métové technologii DDR2 objevila na trhu nova
generace. Jeji prednosti: pfi stejné Sifce pas-

Podil jednotlivych technologii na trhu
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Plany Intelu na pouziti paméti
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DDR333

TH 2004

PC1066
RORAN PC800

ma pracuje DDR2 s polovicni interni taktovaci
frekvenci a podstatné sniZuje oproti dosavad-
nim pamétem DDR spotfebu energie.

Viyrobcee €ipd VIA zatim rovnéZ sazi na novou
pamétovou generaci DDR2. Zpo€éatku tato tchaj-
wanska spolecnost po dlouhou dobu déavala
prednost technologii Qaud Band Memory
(QBM), ale veskery rozruch kolem nf po jisté do-
bé utichl. Technickym trikem se zdvojnasobi SiF-
ka pasma pamétovych moduld QBM, ackoliv by-

» Paméti DDR333
a DDR400
ovladaji trh.
Presto ziskava
DDR2 stéle
vyrazné;jsi prizen
prodejca

(zdroj: Intel).

2H 2004

<« Aktualni
pamétové
technologie:
paméti DDR400
a DDR2 533 se
prosadily.

S prvnimi
pamétovymi
moduly DDR3 je
treba pocitat ke
konci roku 2005
(zdroj: Intel).
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dlouho preferovanou technologii RDRAM a spo-
le¢né s podnikem Rambus ji déle rozvijel. V ¢i-
pové sadé SiSR659 pouziva firma SiS paméto-
vé moduly PC1200 a technologii rozhrani Quad
Channel Memory na bazi RDRAM. V soucasnych
plénech sézi SiS u svych novych €ipovych sad
rovnéZ na pamétovou technologii DDR2.

Viyvoj novych pamétovych technologii jiZ pre-
sahuje rdmec roku 2007. JiZ dnes prosakuji prv-
ni klitové technické (daje grémia JEDEC o DDR3,
tedy technologii, ktera je nastupcem DDR2. Kro-
mé toho se po novych cestach vydal jednak In-
tel svou Fully Buffered DIMM, jednak Rambus
svou XDR-DRAM.

JEDEC (Joint Electron Device Engineering
Council) je sdruZeni pro standardizaci polovodi-
¢ovych technologii, fungujici v rdmci organizace
EIA (Electronic Industries Alliance), tedy ob-
chodni asociace reprezentujici veSkera odvétvi
elektronického priimyslu. JEDEC byl zaloZen v ro-
ce 1960, v souc¢asné dobé méa pres 300 ¢lend a za-
byvé se zejména definovanim standard RAM,
jako je napt. DDR SDRAM.

Trzni trendy soucasnych
pamétovych technologii

Pamétové technologie DDR333 a DDR400 se
(spésné etablovaly na trhu. Kazdy vyrobce €ipd
zacal poskytovat rozmanitou nabidku €ipovych
sad, které podporuji oba typy paméti. Ceny se
napf. u modulu 512 MB li8i o jednomistné ast-
ky v eurech ve prospéch levngjSi DDR333. Podil
DDR333 na trhu je sice jeSté vysoky, ale v nad-
chazejicich letech bude odsunut do pozadi pra-
vé kvhli nastupu rychlejSich paméti DDR400
a DDR2.

DDR200 jesté hraje jistou nepatrnou roli,
pamét PC133 v priibéhu roku 2003 z hlediska tr-
hu ztratila vyznam Gplng.

ProtoZe Intel v souCasnosti nevyviji Zadné
dal3f Cipové sady s podporou RDRAM, pfitom-
nost této pamétové technologie na trhu ¢im dal
tim vice slabne. Tchajwansky vyrobce SiS sice
jeSté prisluSné Cipové sady ma ve svém portfo-
liu, ale u pfisluSnych moduld nevykazal pre-
svédcivy odbyt.

Trini podil pamétové technologie DDR2 pro
pocitacove systémy roste od ¢ervna roku 2004,
kdy Intel uvedl na trh ¢ipovou sadu i915/i925.
Uvedeni dalSich €ipovych sad s podporou DDR2
ohldsila firma VIA na prosinec roku 2004 a fir-

s provoznim napétim 2,6 V misto
2,5 V. Kromé toho se tolerance napéti
zredukovalyz+0,2na+0,1V.

ma SiS na za¢atek roku 2005. Technologie DDR2
pak rychle nahradi pamét DDR SDRAM a vytla-
Ci ji z trhu.

Aktualni pamétoveé technologie

V roli ndstupce DDR333 SDRAM se prosedila
pamét DDR400, kterou v priibéhu roku opét za-
Cala nahrazovat DDR2 SDRAM. Vyrobci €ipd ja-
ko Intel jiZ od druhého ¢tvrtleti roku 2004 zaca-
li pro tyto pamétové technologie nabizet pfi-
slusné Cipové sady. VIA nasledovala na konci
roku 2004, SiS na zacatku roku 2005.

Standardy pro DDR333 SDRAM schvélilo
grémium JEDEC ve své specifikaci JESD-79
v kvétnu 2002. Porodni bolesti DDR400 zacaly
na CeBITu 2002, kde VIA a SiS pfedstavily prv-
ni ¢ipové sady pro tento typ paméti. Jako prv-
ni zatal ¢ipy DDR400 SDRAM nabizet Samsung.
AvSak pro prvni pamétové moduly neexistovaly
Zadné oficialni specifikace od JEDEC, takZe kaz-
dy vyrobce paméti si vytvoril pro pamét DDR400
vlastni technické standardy. Nebylo tedy moz-
né vylou€it, Ze nastanou problémy s kompatibi-
litou.

Poté, co se Intel jeSté v zafi roku 2002 jas-
né vyslovil proti paméti DDR400, udélal tento
podnik na jafe 2003 radikalni obrat: €ipové sa-
dy i875 (Canterwood) a i865 (Springdale) nabi-
zeji podporu pro reZim Dual Channel DDR40O0.
Intel predstavil dokonce vlastni specifikace
DDRA400, které maji zajistit kompatibilitu a bez-
revize 0.996 od Intelu byla datovana 12. bfezna
2003. Na konci bfezna roku 2003 grémium
JEDEC predloZzilo kone¢nou specifikaci DDR400.
K podstatnym inovacim paméti DDR400 oproti
parametry provozniho napéti a lepsi kvalita sig-
nélu ve vedeni.

Pokud jde o RDRAM, pamét PC1066 Uspés-
né nahradila pfedchozi pamét PC800. Je moz-
né ziskat i moduly RDRAM 1200, ale pouze vy-
jimecné a za pfili§ vysokou cenu. Jedind Cipo-
va sada, kterd tuto pameétovou technologii
v dnesni dobé pouZiva, je SiS R658/9. Intel ne-
planuje 7adné dalsi €ipové sady s podporou
RDRAM, takZe v budoucnu bude SiS jako jedi-
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A Na trhu: pamétové moduly DDR2 jsou na trhu jiz od uvedeni prvnich
Cipovych sad DDR2 (i915/i925) v ¢ervnu roku 2004.

ny vyrobce €ipl podporovat RDRAM v oblasti
desktopd, serverli a pracovnich stanic. OvSem
SiS nemé v planu Zadné dalsi €ipové sady s pod-
porou RDRAM, takZe tato pamétova technolo-
gie s kone¢nou platnosti zmizi.

DDR2 pied ostatnimi
V pripadé pamétove technologie DDRZ jde o dal-
$i vyvojovy stupen soucasnych standardd DDR
SDRAM. Pamétové moduly v provedeni DDR2
400 a DDR2 533 se jiZ na trhu etablovaly. Dosa-
huji teoretické Site pdsma 2,98 GB/s (v pripadé
DDR2 400), respektive 3,97 GB/s (v pripadé DDR2
533). Paméti DDR2 667 a DDR2-800 maji na po-
¢atku roku 2005 nésledovat s 4,97 a 5,96 GB/s.
U modul DDR2 800 ovSem existuji i dal$i tech-
nické vyzvy, jako napr. uzs§i AC-timing. To vyvo-
|4 nutnost vylepsit design DIMM i design za-
kladni desky.

DDR2 prendsi data beze zmény na DDR
SDRAM s rostoucim a klesajicim impulsem.

Se 4bitovym prefetchem dosahuji moduly DDR2
oproti dosavadnim pamétem DDR dvojnasobné
externf §itky padsma pfi stejné interni taktovaci
frekvenci. DDR400 a DDR2 400 s 2,98 GB/s ma-
ji tedy stejnou Sitku pdsma, ale DDR400 pracu-
je s frekvenci paméti 200 MHz a DDR2 400 pou-
ze se 100 MHz. Externi frekvence sbérnice ma
u obou typl paméti hodnotu 200 MHz.

Pamétové Cipy DDR2 poZaduji napéti 1,8 V
misto 2,5/2,6 V u DDR. JelikoZ napéti aktivniho
pasma zvySuje pfikon kvadraticky, u paméti
DDR2 klesa oproti paméti DDR spotfeba ener-
gie na polovinu.

Kvalita signalu na datovém vedeni u ¢ipt DDR2
se ma oproti €ipdm DDR zlepsit pomaci technolo-
gie integrovaného zdroje signalu ODT (On Die Ter-
minator). To zarugi vy$3f stabilitu za chodu. Navic
DDR2 pouziva ,Off Chip Driver Calibration” (OCD).
Tato technika slouZi k tomu, Ze se dynamicky vy-
rovnava kolisani z&téZe pamétovych bunék a tim
se predchazi porucham signalu.
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A On Die Terminator (ODT): u DDR2 je terminator signalu umistén pfimo v jadre
pamétovych ¢ip, zatimco u DDR se jedna o samostatny obvod na zakladni desce.
Technologie ODT zabraruje rusivym odrazim (reflexim) pfi vedeni signalu a tim

zvysuje stabilitu systému.

Funkce Posted CAS — jde 0 metodu Fizeni in-
strukel — navic zvySuje efektivnost pfi pfenosu
dat pfes pamétovou sbérnici.

Posledni specifikaci pro pamét DDR2 zverejnil
JEDEC v z&ff roku 2003 v dokumentu oznaceném
JESD-79-2. Témé¥ vSichni renomovani vyrobci ¢i-
pd jiZ zadinaji vytvaret Cipové sady s podporou
DDR2. Intel jako priikopnik v tomto oboru od ¢erv-
na roku 2004 prodava ¢ipovou sadu i915 (pod znac-
kou ,Grantsdale”) a ¢ipovou sadu 1925 - DDR2 (ja-
ko ,Alderwood”) pro desktopy. Obdoba pro ser-

Quad Band Memory

very se jmenuje E7320/E7520(,.Lindenhurst”), pro
pracovni stanice pak E7525 (, Tumwater”). VIA pfi-
pravila produkt Apollo PT890, ktery je vybaven fa-
dicem Dual Channel DDR2. Stejnym zafizenim
disponuje i Cipova sada SiS656 firmy SiS. ATI
a NVIDIA chtéji s prisluSnymi Cipovymi sadami
nésledovat v roce 2005.

RDRAM na vedlejSi koleji?

Kromé Intelu vlastnf licenci na pamétovou tech-
nologii Rambus i SiS. Lze-li véfit plandm Intelu,

<« Technologie
Quad Band
Memory:

Takt | | |

casovy diagram

DDR data pfi normalni frekvenci
90 stupnl
Zpozdény takt | |

zjednodusenou
formou ukazuje,
jak funguje
priprava dat po
proceduie Quad

DDR data se zpozdénym taktem

Band Memory.

Quad Band Memory | A mi

4x Sirka pasma
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A RIMM 4800: prvni 32bitové moduly RIMM (Dual Channel) jiZ jsou na trhu.

pak kromé 850E neexistuje 7adna dalsi jejich ¢i-
pova sada s podporou RDRAM. Tohoto stavu vy-
uzil tchajwansky vyrobce ¢ipli SiS. Koncem roku
2002 tento podnik pfedstavil ¢ipovou sadu R658
s pamé&tovym rozhranim Dual Channel a podpo-
rou pro PC1066 RDRAM. V listopadu 2003 néa-
sledoval R659 s quad-channelovou pamétovou
architekturou a podpora pro PC1200 RDRAM.
V' soucasnosti vSak SiS nechystd pro pamét
RDRAM Zadné dalSi Cipové sady.

Cipové sady jako Intel 850E a SiS R658 s dvou-
kanalovou pamétovou sbémici dosahly svym
PC1066 RDRAM Sitky pasma 3,97 GB/s. Paméto-
vé rozhrani Quad Channel firmy SiS R659 nabizi
diky 1 200 MHz RDRAM S&itku pasma 8,94 GB/s.
To dokaZe vytvofit dostatecné rezervy vykonu pro
Pentium 4 s 800 MHz FSB. Procesorova shérnice
se u FSBB0O dostava na teoretickou Sitku pasma
5,96 GB/s.

Pohled do planG renomovanych vyrobcd pa-
méti napovida, Ze se bude vyvijet dale i bez In-
telu. JiZ pocatkem roku 2005 zfejmé budou exi-
stovat moduly 64Bit RDRAM s ¢ipy PC1200
a PC1333. S Sitkou sbérnice 4 x 16 bitl (Quad
Channel) dosédhnou maximalni sitky pasma 8,94,
respektive 9,93 GB/s.

Dal3i vyvojové produkty jako PC1600 RDRAM
s Sitkou padsma 11,92 GB/s (Quad Channel) plé-
nuji vyrobci pro rok 2005.

Technologie Quad Band Memory
konci

Technologie paméti Quad Band byla pfedstave-
na jiz v breznu roku 2000. Kromé nékolika malo
implementaci SRAM se dosud QBM téméF ne-
pouZzivala. Prostfednictvim licenci od VIA a gra-
fiky S3 se méla QBM uplatnit také v osobnich
potitacich. Moduly QBM mély byt pfipraveny ja-
ko DDR533 a DDR667.

Prvni zakladni desky (Cipova sada PT880)
s podporou OBM chtéla VIA expedovat jiZ kon-
cem roku 2003. Nasledkem enormnich technic-
kych problémd odsunul vyrobce uvedeni QBM na
neurcitou dobu. A tak je otazka, zda VIA vibec
nékdy s produkty QBM pfijde.

Moduly OBM se v zésadé skladaji ze dvou
spojenych modul DDR. Zatimco v jednom QBM
modulu DDR667 pracuje pamétovy blok béZznym
pamétovym taktem 333 MHz v DDR333 SDRAM,
v druhém je obracen o 90 stupfil. Timto zpliso-
bem dodavaji oba diléi moduly sva data s ¢aso-
vym posunem 333 MHz vZdy s rostouci a klesa-
jici stranou impulsu. Vystupy diléich modull se
rychlym fadi¢em multiplexuji, a tak se pokladaji
frekvenci 667 MHz na datovou shémnici. Sitka dat
u DDR SDRAM s 64 hity se pfi QBM zachovéva.
Timto zplisobem se dafi zdvojndsobit prenosovy
vykon DDR333 SDRAM na 667 MHz. Tak posky-
tuje modul DDR667 QBM S§itku pdsma 5,3 GB/s —
pfi stejném taktu jako DDR333 SDRAM.

Podle VIA jsou moduly QBM kompatibilni
s existujicimi 184 Pin Sirokymi rozhranimi DDR
SDRAM. Zakladni desky pro QBM nevyZaduji
Zadny novy layout nebo jiné drahé Gpravy a ma-
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A Zdvojnasobeni: multiplexové cipy
QBM-10 (R) pfepinaji proudy dat
dvou nezavislych blokii DDR SDRAM
0 90 stupnd na vystupu.

ji byt kompatibilni s DDR SDRAM. Vyrobci pa-
méti QBM nemuseji platit Zadné licenéni po-
platky.

DDR3 — pamét budoucnosti
JEDEC pracuje jiZ od poloviny roku 2002 na bu-
douci pamétové technologii DDR3 SDRAM. Po-
drobna kli€ovéa technicka data pro DDR3 se jes-
té se zcela presné neustdlila. Pri celkovém feSe-
ni, jakym je technologie DDR3, je totiZ potfeba
pamétové Cipy, registry, pufry a moduly nové spe-
cifikovat.

Nicméné grémium JEDEC jiZ par informaci
o cené DDR3 poskytlo. Vime, Ze DDR3 je dal§im
evoluénim stupném pamétové technologie DDR2
a svou 8bitovou technologii Prefetch nabizi pfi

> Pod napétim: ol —0i18 pm  0.13pm 0.11pm  0.10 pm 0.09 um
diagram nabizi ' DDR1
prehled —25+0.2V
0 provoznim — 26+0.1V
napéti rtiznych Z |
pamétovych = 2.0
techn'ologil' >8_ . 1.8+0.1V
(zdroj: Elpida). g Mobilni RAM, DDR2
I3,
D 15 1.5V
‘@
% or
3 DDR3 1.2V

(1 | 'S 'S P M L VO Sl G U LA M
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Prvni moduly DDR3-SDRAM budou pouZivat tak-
tovaci frekvenci 800, respektive 1 066 MHz.
Aby se zajistil nizky pfikon, pracuje pamét
s napétim pamétového jadra 1,5 V. Naproti to-
mu DDR2 vyZaduje 1,8 V a DDR400 2,6 V. Za
Ucelem dalSich tspor energie disponuje DDR3

mét DDR3 slibuje rovnéZ pokrok, a to diky o 15
aZ 20 procent niz8im ¢ekacim dobam (latence)
pfi Cteni dat. Pritom pozice v rému zdstava
u DDR3 DIMM stejnd, srovnavame-li ji s modu-
ly DDR2.

Stejné jako paméti DDR a DDR2 m4 i DDR3
pokryvat vSechny oblasti pouZiti od desktopl az
po servery. Od JEDEC ocekévéame konecnou spe-
cifikaci standard DDR3 koncem roku 2005. Hro-
madna vyroba pak ma nasledovat v letech
2006/2007. K hlavnim motordm vyvoje paméto-
vé technologie DDR3 patfi Samsung, Infineon
a Micron.

FB DIMM
Pod nazvem FB DIMM se skryva oznaceni ,Ful-
ly Buffered DIMM". FB DIMM pfedstavuje no-

' kategorie ¢l

zvlastni kategorie
Znalia rola

kategorie b
Digitdini fotografia
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A Technologie FB DIMM: pracuje s diferencovanymi pary vedeni a vyzaduje

specialni bufferovy ¢ip na modulu DIMM.

vou technologii pamétového modulu. M4 zajis-
tovat (vyluéné v okoli serveru), aby se navzdory
rostouci taktovaci frekvenci paméti nemusela
sniZovat pamétova kapacita systému, nybrz aby
se mohla naopak zvysit. Intel chce s touto no-
vou generaci pamétovych moduld pfijit na trh
vroce 2005. Hromadna vyroba se neotekava do
poloviny roku 2006.

FB-DIMM podporuje pamétové cipy DDR2
a DDR3. Kazdy model ma vedle pamétového ¢i-
pu specialni tzv. hub-buffer ¢ip. Tyto bufferové
Cipy vytvareji pfes 24 diferencialnich parl ve-
denf spojeni k Fadici paméti. Pfes tuto shérnici
a budici ¢ip se data a fidici informace dostava-
ji z fadie paméti k pamétovym modullm a na-
opak. Tyto FB DIMM, podobné jako Registered
DIMM snizuji zatéz vedeni pro adresy a fizeni
pres budici €ip, ktery se mezitim prepnul. Tech-
nologie FB-DIMM adresuje maximéalné 288 za-
fizeni na jeden pamétovy kandl. Oproti tomu se

XDR DRAM 11

DalSi inovaci predstavuje technologie Flex Pha-
se. Na rozdil od tradi€ni sekventni synchronni
techniky nepotfebuje Flex Phase Zadné doda-
te€né fizeni zdroje synchronizatnich impulsd.
Takt a tok dat se vzajemné automaticky sladu-
ji na diferencidlnich parech vedeni. To zkracu-
je latence a zvySuje vyuZitelnou Sitku pasma.
Diky diferencialnimu signélu jsou pro signal za-
potfebi dvé vedeni misto dosavadniho jednoho.

DalSi pfednosti XDR DRAM jsou Differential
Rambus Signaling Levels (DRSL). Tyto DRSL pra-
cuji s extrémné nizkym zdvihem signalu 200 mV.
Urovné signalu z(istavaji na napéti 1,0a 1,2 V.
Kromé toho Rambus umistil na €ip obousmérné
pracujici terminovéni s DRSL. Navic XDR DRAM
umoziuje diky vnitfnimu uspofadani paméti sou-
¢asné a navzajem nezavislé zapisové pristupy.
Tak se mohou napf. na lichych pamétovych blo-
cich (Odd BankSet) provadét zapisové pristupy

Tyto moduly pak poskytnou $itku pasma pres
100 GB/s.

Srovnani pamétovych
technologii

V tabulce na strané 126 najdete prehled sou-
¢asnych a budoucich pamétovych moduld, véet-
né jejich nejdlleZitéSich charakteristik.

Shrnuti
DDR SDRAM se stéle prodava. Pamét DDR dis-
ponuje diky pamétovému ovladaci Dual Channel
dostatecnou Sitkou pasma na to, aby bez pro-
blém( zvladala zasobovat daty i centréini proce-
sorové jednotky (CPU) s FSB 800 MHz.
Technologii DDR2 vytvofili vyrobei nastupce
technologie DDR SDRAM. FinalIni specifikace by-
ly publikovany v zafi 2003, prvni ¢ipové sady s pod-
porou DDRZ jsou na trhu od ¢ervna 2004. Jiz ny-
ni je ovSem zfejmé, Ze v letodnim roce ziskava

Prilezitostné nastaveni

Stalé nastaveni
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A Tab. XDR DRAM v praxi: ¢teci a zapisové
pfistupy mohou byt diky vnitinimu
osmiblokovému usporadani realizovany
vzajemné nezavisle v pfimych a nepfimych
pamétovych blocich.

uZivat. Prvni Cipova sada DDRZ firmy VIA se jme-
nuje PT890 a jiZ byla predstavena.

L XDRDRAM <« Technologie dosavadni postup spokojoval se 72. Vyhoda a soucasné Ize nacitat informace ze sudych pa- DDR2 SDRAM stéle vyraznéjsi podil na trhu a poz- Poté, co se Intel jakoZto hlavni stoupenec
XDR propojeni XDR: XDR DRAM spociva v tom, Ze FB DIMM potfebuje pro pfi- métovych blok{ (Even BankSet). déji mlZe ostatni pamétové technologie vytlagit. technologie Rambusu sém s touto technologii roz-
jsou fizeny slusné roz§ifeni kapacity paméti méné paméto- Pamétové moduly s XDR-DRAM oznaCuje Aby vyuZila ¢asu zbyvajiciho do doby, kdy bu- lou€il, setrvaval SiS po dlouhou dobu u RDRAM.
Takt DRAM pamétovym vych kanalli neZ soucasny postup se standard- Rambus jako XDIMM. Prvni moduly maji v ro- dou na trh uvedeny pamétové ¢ipy DDR2, vsadi- Dnes ov§em tento tchajwansky vyrobce Cipd sta-
jadro ovladaéem nim DIMM. ce 2006 poskytovat Sitku pasma od 12,8 do la firma VIA na technologii Quad Band Memory. le vice sazi na technologii DDR2. Jako konkuren-
s vnofenou Dal$f vyhodou FB-DIMM jsou simultanni za- 25,6 GB/s. Tyto XDIMMy se vyznacuji stejnym Ta se méla zacit pouZivat ji7 zacatkem roku 2004 ci k pamétové technologii DDR2 vyviji spolecnost
burikou XDR 10 pisovaci a natitaci operace, takZe efektivnf §if- tvarovym faktorem a stejnym poctem pinli ja- v Cipové sadé PT880 pro Pentium 4. Ale v di- Rambus v navaznosti na technologii RDRAM no-
L Cell. Pfenos dat ka padsma pfipadajici na pamétovy kanal roste. ko moduly DDR2. Plan firmy Rambus v pfiStich sledku bliZe nespecifikovanych technickych poti- vou generaci paméti nazvanou XDR RDRAM. Ta-
bézi rychlosti Navic zlstdva tvarovy faktor DIMM (DIMM letech vyhledové pocita s XDIMMy se 128hi- Zi se uvedeni odsunulo na dobu neur€itou — pak- to technika se mé zacit pouZivat v osobnich po-
XDR DRAM H 8 bitd za Form Faktor) zachovan a pocet pind je rovnéz tovou $itkou dat a s taktovaci frekvenci 6,4 GHz. lize se tato technologie viibec nékdy zaéne po- ¢itacich od roku 2006. 5 083/VAC [
Systémovy takt XDR ¥dici buika | taktovaci cyklus. stejny, ovSem pfi jejich odliSném rozloZeni.
e Y % generator | - -
reven
outnre XDR DRAM |
Rambus v zafi 2003 pfedstavil (opiral se pritom
o0 technologii RDRAM) XDR DRAM, reprezentu-
- Sitka pasma Sitka pasma Sitka Napéti J|’C|’ novou generaci pamétl’ Jako zéklad pro XDR
platforma platforma shérice (MHz) (V) Typ modulu DRAM pouZivd Rambus pamétové rozhrani vy-
G || 0 ) (bit) tvofené pod obchodnim nazvem Yellowstone.
PC133 (A 0,89 64 133 33 DIMM Mezi prvni pfijemce licence patfi Elpida, Sam-
DDR200 16 149 64 100 25 DIMM sung a Toshiba. Hromadnou vyrobu pamé&ti XDR
DDR266 21 1.99 64 133 25 DIMM hodlaji tito producenti zahdjit jiZ v roce 2005.
DDR266 Dual Channel 43 397 2x64 133 25 DIMM Jako zékladni technologie bylo XDR DRAM po-
DDR533 QBM 43 397 64 133 25 DIMM uZito poprvé ziejmé v Playstation 3 od firmy So-
DDR333 27 248 64 166 25 DIMM ny. Do oblasti PC m4 tato nova pamét vstoupit Cilernakon jo irformowgt o aktudinich bezpecnosnich problérech a rizicich
DDR333 Dual Channel 53 497 2x64 166 25 DIMM v roce 2006. Uplatnéni by XDR DRAM méla na- o [T 2 nabidnout efactinfcesty ke snideni techio rz k. hebude chybet ani
gz:zz;QBM 22 ‘Z‘:; 22 ;zs ;Z E:mm JIF i v serverech, mob|ln!_cvh §ystemt?ch a sfto- pradndB:a na tma Mradni stratagie nfamradhibemetnosti
: . / vych oblastech. Rambus jiZ této nové technolo- - - - . .. . .
DDR400 Dual Channel 64 5,95 2% 64 200 26 DIMM gii pripravil cestu pro uvedeni na trh, protode [Jan Gall, addaleni bazpedn osti KIVS Ministerstes informatiky GR)
DDR 800 QBM 6.4 5,96 64 200 28 DIMM rvni specifikace a dokumentace jsou jiZz nyni - leE o : - pg-
DDR2 400 iy von o 0 5 o E disposici. Jsou Jiz ny Korfiarerca, r:a.l-:te!'e wstoLpi 128 zdsUpci spo lemu::stufl'ﬂmr-:- soft, |
DDR2 533 43 3,97 64 266 18 DIMM Gipy XDR DRAM by mély existovat s varia- Ezet software, Districom, Cizcoa Mol ffeea daBEnenaaniodbomici,
DDR2 667 53 497 64 333 18 DIMM bilni §itkou datové sbémice od 1 do 32 bitd. Tak- ji urtena 2andra prio maraiany 2 firmnho sakton,
PC800 RDRAM 16 149 16 400 25 RIMM16 tovaci frekvence pfitom ¢inf 3,2 GHz a Ize ji mé-
PC800 RDRAM 32 2,98 2x16 400 25 RIMM32 nit a7 na 6,4 GHz. Napf. 16 bitd Siroky XDR HEAT prarinr
PC1066 RDRAM 21 1.98 16 533 25 RIMM16 DRAM umoZiiuje $itky pasma 6,4 a7 12,8 GB/s.
PC1066 RDRAM 43 97 2> 1l add Zh RIMM32 Jadrem technologie XDR je datova sbémnice m
PC1200 RDRAM 24 2.23 16 600 25 RIMM16 s osminasobnym pfenosem béhem jednoho tak-
PC1200 RDRAM 48 447 2x16 600 25 RIMM32 tu. Pfi redIné taktovaci frekvenci od 400 do Fatrefi Eoneron i
PC1200 RORAM 9.6 8.94 4x16 600 25 RIMMe4 800 MHz se za taktovaci cyklus pfenese 8 bit
PC1333 RDRAM 27 2,48 16 666 25 RIMM16 s rostouci a klesajici stranou impulsu. Pfitom 24 1 I] 2["]5 m slistxicem W hfnhfaar ﬁE‘
PC1333 RORAM 53 497 2x16 666 25 RIMM32 vznikaji efektivni pfenosové frekvence od 3,2 do = =
PC1333 RDRAM 107 9,93 4x16 666 25 RIMM64 6.4 GHz. Soutasné PC1066 RDRAM pracuje
XDR DRAM 32 298 16 400 12 XDIMM s taktovanim 533 MHz — pfi vyuZiti obou stran
XDR DRAM 6.4 5,96 16 800 12 XDIMM

Dual Channel se netyka modulu, nybrz pouzitého fadice paméti

impulsu dosahuje 1 066 MHz.
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